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摘要(译)

公开了一种集成电路管芯（ 1 ），其包括限定多个电路元件的基板（ 30 
）;在基板上的传感器区域（ 10 ），传感器区域包括限定多个CMUT
（电容微机械超声换能器）单元（ 11 ）的层堆叠;以及与传感器区域相
邻的基板上的插入区域（ 60 ）。插入区域包括另外的层堆叠，其包括到
电路元件和CMUT单元的导电连接，导电连接连接到插入区域的上表面
上的多个导电接触区域，导电接触区域包括外部接触（ 61 ）用于将集成
电路芯片接触到连接电缆（ 410 ）和安装焊盘（ 65 ）以安装无源元件
（ 320） ）在上表面。还公开了包括这种集成电路的探针在包括这种探
针的超声系统中的模具。
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